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• 大日本印刷が採用した情報漏えい対策ソフトウェアの特徴とは 

• 導入事例、製品情報、調査・レポートなど、ホワイトペーパー多数掲載 

株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、代表者：樋口 荘祐、証券コード：

東証スタンダード 4171）は、市場調査レポート「3D半導体パッケージングの世界市場」（Global 

Industry Analysts, Inc.）の販売を11月28日より開始いたしました。 

【当レポートの詳細目次】 

(リンク ») 

 

3D半導体パッケージングの世界市場は2030年までに270億米ドルに達する 

 

変化したCOVID-19後のビジネス環境において、2022年に82億米ドルと推計された3D半導体パッケージ

ングの世界市場規模は、2030年には270億米ドルに達すると予測され、分析期間2022-2030年のCAGRは

16.1%で成長すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの1つである貫通電極（TSV）は、

CAGR 18.8%を記録し、分析期間終了時には147億米ドルに達すると予測されています。現在進行中のパ

ンデミック後の回復を考慮し、パッケージ・オン・パッケージ分野の成長は今後8年間のCAGRを15.2%

に修正しました。 

 

米国市場は13億米ドル、中国はCAGR 20.1％で成長すると予測 

 

米国の3D半導体パッケージング市場は、2022年には13億米ドルになると推定されます。世界第2位の経

済大国である中国は、2022年から2030年までの分析期間においてCAGR 20.1%で推移し、2030年までに

97億米ドルの市場規模に達すると予測されています。その他の注目すべき地理的市場としては、日本と

カナダがあり、2022年から2030年にかけてそれぞれ11.3%と11.7%の成長が予測されています。欧州で

は、ドイツがCAGR約15%で成長すると予測されています。 

 

https://japan.zdnet.com/company/30001547/release/
https://h.f1.impact-ad.jp/pub_click/2452/jyaDvKgjzO8jzN02TBOk2wsRX_8m5GWmzWN1fPB4cxvF13Vs79GsTrL2kxrXGCQeP3p_FYYDqeImB1SjO9VrBel9PHrbw4BC9-F0CcAycBVEWQcOqM-l0_9Zqzz2RdTOnoyH6M1rtARz4UPaiTN4KlfKURZeCAHrUJMxWaKIccuw9SxF4m2Of58HdLirvH78JvTPvrKTJoK45r6Ny1iPDlA1tbBvNRA4x2iL313lsdioilcadqlI3xVw1GpVxJC_ik2xAO1kzzgpC-id2IuJqC5XcMfdPmF0QXwFdIvLsc1tfGM9M5rqoFDrYSIGfpAA1lgLdO_l65ABy2Be38qHYqdWk1GUcaBDZl8o1OIjQK6uacOXtijqLg5_bI-wiIlA7fCt9F8DUX9KBcQbXWZ2GQoQJl8QlTebqJ1sa5DuIkp8BNS5OU3PzDnsPgL6-b4fZEMG3mPealjWOUZ5ojG_Y4yitYPw34_H/139374/182523/
https://h.f1.impact-ad.jp/pub_click/2452/4TsU3J7jYjqM81YXz2DLz2PwGOFNQH1tIxZwlaq4g3s90YvPNIOzkhzNy-5__vur2jCq6XsJ5sUA7zDnRpKhlRl9yWy4zWUHo5F9szA2_N-EDx46apGAko5c1cGbEnBG5x8-enrXWdOSvaVLu0rLOKBZ9x9EvWSD9FxPMixCUCREwYqjfCP39_cZriySFYNxs2wknG88tXh_vq-WmqxbrxwPi1SpsaDrX3wTU5mDIosQ1UxgpWf6ee9yos7kTEsmNYx6lNt3HX6vouscW3maNM3KrV8anYuw2uXcLZ4o3dQDGnnfo5ktDQBTbK71_S3RCj6t7HahGgLw-eT2YyxZu8r8qohLLkUgWxZc0GTyhZofn7E41gq5Sah5WfhC_EMI0jLkccT1La2euh6X7aT0JEeG6q2sWfi9m__eUDko-yl-d3KwX37C1lcoZ2I9A0ZL8JrfUAGeWYh50mRuQ2CLRS8KqK-93ws/42663/54066/
https://www.gii.co.jp/report/go1335277-3d-semiconductor-packaging.html


調査対象企業の例 

 

・IBM Corporation 

・3M Company 

・Intel Corporation 

・Advanced Micro Devices, Inc. 

・Applied Materials, Inc. 

・Amkor Technology, Inc. 

・Cadence Design Systems, Inc. 

・Globalfoundries, Inc. 

・Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd. 

・ASE Technology Holding Co., Ltd. 

・AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG 

・3D PLUS SA 

・LPKF Laser & Electronics AG 

・China Wafer Level CSP Co., Ltd. 

・EV Group Europe & Asia/Pacific GmbH 
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【本件に関するお問い合わせ先】 

＜アジア最大の市場調査レポート販売代理店＞ 

株式会社グローバルインフォメーション 

マーケティング部 

お問い合わせフォーム： (リンク ») 

TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く） 

URL： (リンク ») 

  

【会社概要】 

1995年の創立以来、海外市場調査レポートの販売を通じて企業のグローバル展開を支援しています。世

界5カ国に拠点を持ち、海外の提携調査会社200社以上が発行する調査資料約15万点をワンストップでご

提供。市場情報販売のグローバル・リーディングカンパニーを目指し、企業ならびに社会の発展に寄与

すべく、お客様にとって真に価値ある情報をお届けしています。 

  

創立：1995年 

所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F 

事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託 

市場調査レポート／年間契約型情報サービス： (リンク ») 

委託調査： (リンク ») 

国際会議： (リンク ») 

  

当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。 

関連情報へのリンク 

https://www.gii.co.jp/report/go1335277-3d-semiconductor-packaging.html
https://www.gii.co.jp/contact/
https://www.gii.co.jp/
https://www.gii.co.jp/
https://www.gii.co.jp/custom_research/
https://www.giievent.jp/
https://www.gii.co.jp/report/go1335277-3d-semiconductor-packaging.html


本プレスリリースは発表元企業よりご投稿いただいた情報を掲載しております。 

お問い合わせにつきましては発表元企業までお願いいたします。 

• 導入事例、製品情報、調査・レポートなど、ホワイトペーパー多数掲載 
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